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1. はじめに

　情報技術の発展によりスマートフォン，タブレット端末
に代表される携帯情報機器の普及には目覚しいものがあ
る。パーソナルコンピュータを中心に情報アクセスしてい
た社会から，モバイル化，クラウド化，ビッグデータの活
用などテクノロジー革新によるインフラの進化から，携帯
情報機器でいつでも，どこでも，素早く欲しい情報を得ら
れるようになった。IoT (Internet of Thing)という概念も生
まれ，さまざまなモノに通信機能を持たせ，インターネッ
ト接続や相互通信により新たな社会が形成されようとして
いる。
　またライフスタイルの変化による個々人の趣味や興味の
多様化，生活習慣病の拡大による健康・運動・医療への関
心の高まりから，これまでの持ち歩くコンピュータから，
身に着けて持ち歩くことのできる情報端末として，ウェア
ラブル機器が注目されている。
　ウェアラブル機器を大別すると，手首に装着する腕時計
型，もしくは腕輪型（称してリスト型と呼ぶこととする），
頭に装着するメガネ型と，ラケットやクラブに装着する機
器などのその他に分類され，リスト型とメガネ型で市場全
体の 3分の 2を占める 1)。われわれもリスト型やメガネ型，
ゴルフクラブ装着型などの製品開発をしており，独創の高
精度センサ技術を核に，生活に密着した情報の見える化と
有用化で，人々の健康増進と快適な生活環境を提供すべ
く，半導体技術，水晶デバイスなどの強みを生かしたポジ
ション（位置），バイタル（生体），モーション（運動）を
計測する高感度センシング技術を搭載して，商品展開をし
ている。ここではセンサや，半導体のパッケージング技術
について，リスト型，ゴルフクラブ装着型への搭載を例に
論じることにする。

2. リスト機器の実装技術

2.1	 基板実装技術

　Fig. 1，2にリスト機器の基板実装例を示す。本リスト機

器はポジションをセンシングする GPS (Global Positioning 
System)機能を持っており，基板表面に GPS用 ICが CSP 
(Chip Size Package)にパッケージングされ実装されている。
その他，MCU (Micro Controller Unit)，BT (Bluetooth®※1)用
IC，3軸加速度センサ (Acceleration Sensor)などが実装され
ている。ウェアラブル機器としての顧客ニーズである小
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Fig. 1　Top of substrate (Wrist device)

Fig. 2　Bottom of substrate (Wrist device)


